
お客様

代表取締役営業部 品質保証部 開発技術部

/電子回路

開発技術部

/組込システム

備考

基本契約

要求定義の検討

機能仕様書

・工程線表

・機能ブロック図

納入仕様書

基本設計

・基本設計書（ソフトウェ

ア）

・インターフェース仕様書

・機能試験仕様書

（ソフトウェア）

・基本設計書（電子回路）

・詳細機能ブロック図

・部品リスト

・基板外形図

・機能試験項目書

（電子回路）

開発契約書

基本契約書/機密保持契約書

合意

2. 仕様要求

顧客要求仕様書

部品は原則として

Green調達

詳細設計

外部DR1

3. 依頼開発に

かかわる契約

検討中

合意

見積もり

・開発費見積り書

・電子回路図

・部品表

・電子回路詳細設計書
選定部品の購入リスト

部品調達線表

4. 基本設計の承認

D.R. : Design Review

5. 部品調達

内部ＤＲ1

仕様検討

外部DR2

検討中

内部ＤＲ2
合意

・ソフトフェア詳細設計書

検討中

1. 設計依頼（引き合い） 基本契約

株式会社 光電子技研

開発契約開発契約

  品質保証体系図

（**）要求があった

ときのみ

6. 詳細設計の承認

・ソフトウェア詳細設計書(改版)

ブレッドボード（試作回路）での事前評価

コーディング（*）

デバッグ(*)

・事前評価結果報告書

・電子回路図（改版）

・部品表（改版）

・電子回路詳細設計書（改版）

・故障率計算書（**）

・電子回路ネットリスト

詳細設計の見直し

（*）試作レベルの単体

機能確認用のソース

コード

部品供給

ブレッドボードの製作に

あたっては、部品調達が

終わっていなければならない

・ソースコード（*）

7. 詳細設計書（改版）

の承認

合意

外部DR3

検討中

実装設計
コーディング

デバッグ
・基板レイアウト図

・基板外注仕様書

実装パターン確認

・ソースコード
○プリント基板メーカ

受入検査

（プリント基板）

電子回路プリント基板

部品供給

電子回路プリント基板

（部品実装済み）

回路単体評価用の最小機能

ファームウェアを組込システム

部

より提出回路単体評価

8. 納品

総合評価

・機能試験結果報告

書

（回路単体）

内部ＤＲ3

・機能試験結果報告書

（総合評価）

・ソフトウェア実行モジュール

・調整仕様書

・電子回路プリント基板

出荷

梱包

出荷検査

結合評価

基板外注

プリント基板設計

部品実装


